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ES 2670 664 T3

DESCRIPCION
Capa transpondedora y procedimiento para su fabricacion

La presente invencion se refiere a una capa transpondedora, especialmente para la fabricacién de una tarjeta de
chip, con un sustrato de antena que en un lado de antena esta provisto de una antena formada por un hilo conductor
de seccion transversal sustancialmente circular, y que presenta un alojamiento de chip que esta formado por una
cavidad en el sustrato de antena y en el que esta alojado un chip, estando realizados extremos de hilo conductor,
que sirven para formar extremos de conexidon de la antena, en un fondo del alojamiento de chip, que esta
desplazado hacia atras con respecto al lado posterior del sustrato de antena, y el chip esta alojado en el alojamiento
de chip de tal forma que contactos de conexién dispuestos en un lado de contacto del chip estan puestos en
contacto con aplanamientos de contacto de los extremos de conexion, y el chip esta dispuesto con su lado posterior,
opuesto a los contactos de conexién, de su cuerpo semiconductor, sustancialmente a ras con el lado posterior del
sustrato de antena, formando los aplanamientos de contacto de los extremos de hilo conductor unas superficies de
conexion aumentadas en comparacion con la estructura de contacto que es convexa en la seccién transversal de los
extremos de hilo conductor.

Ademas, la presente invencion se refiere a un inserto de tarjeta con una capa transpondedora asi como a una tarjeta
de chip fabricada con un inserto de tarjeta de este tipo y a un procedimiento para la fabricacion de una capa
transpondedora.

Para la fabricacion de disposiciones de transpondedor que sirven para la comunicacién sin contacto con un aparato
lector y que sobre un sustrato de soporte presentan un chip puesto en contacto con una antena, se conoce el modo
de usar estructuras laminadas de multiples capas, estando provista una capa de laminado con una antena formada
por un hilo conductor, cuyos extremos de conexion estan puestos en contacto con el chip. Este tipo de disposiciones
de transpondedor se realizan por ejemplo como tarjeta de chip sin contacto o se conocen por ejemplo también como
“tag” transpondedor o “token” transpondedor.

Especialmente para la fabricacion de tarjetas de chip sin contacto, para facilitar la puesta en contacto del chip y
conseguir una proteccién mecanica para el chip, se conoce el modo de disponer el chip dentro de una carcasa sobre
un soporte de contacto, formando el soporte de contacto junto con el chip alojado dentro de la carcasa un médulo de
chip. El médulo de chip presenta en su superficie de contacto realizada por el soporte de contacto unas superficies
de contacto de médulo aumentadas con respecto a las superficies de conexién del chip, que facilitan la puesta en
contacto del chip con los extremos de conexion de la antena.

El moédulo de chip presenta unas dimensiones exteriores aumentadas notablemente en comparacién con las
dimensiones del cuerpo semiconductor del chip. Especialmente la altura del mddulo de chip es notablemente mayor
que la altura del chip en si, de manera que la disposicién de un moédulo de chip en una estructura de lamina requiere
ya un numero correspondiente de capas de laminado. Por lo tanto, en las tarjetas conocidas que presentan una
estructura laminada generalmente se necesita ya una capa de laminado para alojar el soporte de contacto, provisto
de las superficies de contacto aumentadas, del médulo de chip, y una segunda capa de laminado para alojar dentro
de la estructura de laminado la carcasa que encierra el cuerpo semiconductor del chip. Partiendo de que
generalmente para el recubrimiento de la antena del sustrato de antena asi como para el recubrimiento del moédulo
de chip se requiere respectivamente al menos una capa de laminado adicional, en las tarjetas de chip conocidas,
estructuradas como estructura de laminado, resulta un nimero minimo de cuatro capas de laminado que
posiblemente se complementan ademas con capas de laminado exteriores adicionales que como capas vistas son
decisivas para el disefio exterior de las tarjetas de chip.

Por el documento EP1054346A2 se dio a conocer una tarjeta de chip sin contacto con un par de capas exteriores,
produciéndose en una capa central de la tarjeta de chip una cavidad continua para insertar un chip y disponiéndose
en el lado posterior de la capa central una antena formada por un hilo conductor. Los extremos de antena en el lado
posterior de la capa central estan dispuestos en la zona de la cavidad, insertandose en la cavidad un chip con sus
superficies de conexion por delante, uniéndose alli a los extremos de la antena de tal forma que el chip, incluidas
sus superficies de contacto, entra en contacto enrasado dentro de la capa central. Ademas, la capa central con la
disposicion de antena realizada en el lado posterior y con el chip situado en la cavidad se recubre por ambas caras
con una capa exterior respectivamente. La antena o el hilo conductor que se usan para formar la antena es plana y
presenta una seccion transversal rectangular.

El documento US6.374.486B1 describe una tarjeta de chip y un procedimiento para su fabricacion, realizandose
igualmente una cavidad en una capa de sustrato, disponiéndose en un lado posterior de la capa de sustrato una
antena formada por un hilo conductor, de tal forma que los extremos de la antena se extienden en el lado posterior
del sustrato a lo largo de la cavidad, y un chip se inserta con sus superficies de contacto en la cavidad de tal forma
que las superficies de contacto contactan en la zona de la cavidad los extremos de la antena que se extienden en el
lado posterior del sustrato. También en este caso, la antena o el hilo conductor presentan una seccién transversal
rectangular.

La presente invencion tiene el objetivo de perfeccionar una capa transpondedora, especialmente para la fabricacion
de una tarjeta de chip, de tal forma que sea posible una puesta en contacto mejorada o simplificada de un chip en un
hilo conductor o una antena que por lo demas son circulares.
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Para conseguir este objetivo, una capa transpondedora segun la invencion para la fabricaciéon de una tarjeta de chip
presenta las caracteristicas de la reivindicacién 1, un inserto de tarjeta segun la invencion presenta las
caracteristicas de la reivindicacion 4, una tarjeta de chip segun la invencion presenta las caracteristicas de la
reivindicacion 5 y el procedimiento segun la invencion presenta las caracteristicas de la reivindicacion 7.

La capa transpondedora segun la invencion presenta un sustrato de antena que en un lado de antena esta provisto
de una antena formada por un hilo conductor de seccion transversal sustancialmente circular y que presenta un
alojamiento de chip que esta formado por una cavidad en el sustrato de antena y en el que esta alojado un chip,
estando realizados en un fondo, desplazado hacia atras con respecto al lado posterior del sustrato de antena, del
alojamiento de chip extremos de hilo conductor que sirven para formar extremos de conexién en la antena, estando
alojado el chip en el alojamiento de chip de tal forma que contactos de conexiéon dispuestos en un lado de contacto
del chip estan puestos en contacto con aplanamientos de contacto de los extremos de conexion, y estando
dispuesto el chip con su lado posterior, opuesto a los contactos de conexién, de su cuerpo semiconductor,
sustancialmente a ras con el lado posterior del sustrato de antena, formando los aplanamientos de contacto de los
extremos de hilo conductor unas superficies de conexiéon aumentadas en comparacion con la estructura de contacto
de secciodn transversal que es convexa en la seccion transversal de los extremos de hilo conductor.

La capa transpondedora realizada segun la invencion permite alojar el chip en tan sélo una capa de laminado,
prescindiendo de una carcasa que aloje el chip. Esto se consigue especialmente porque los extremos de hilo
conductor que forman los extremos de conexién en la antena para la puesta en contacto con el chip, presentan
aplanamientos de contacto que estan puestos en contacto directamente con los contactos de conexién del chip, sin
que entre el chip y los extremos de conexidon de la antena estuviera previsto un soporte de contacto para formar
superficies de conexidon aumentadas.

Los aplanamientos de contacto de los extremos de hilo conductor forman unas superficies de conexiéon que estan
aumentadas en comparacion con el contorno de contacto convexo en seccion transversal de los extremos de hilo
conductor y que permiten una puesta en contacto segura con las superficies de conexion del chip. Por la disposicion
de superficie sustancialmente enrasada del chip o del cuerpo semiconductor del chip dentro del sustrato de antena,
el chip queda alojado de forma segura en la cavidad del sustrato de antena, sin que zonas del chip que sobresalen
de la cavidad del sustrato de antena hicieran necesaria una capa de laminado adicional. De esta manera, queda
creada una capa transpondedora que en sus dimensiones exteriores esta definida tan sélo por el sustrato de antena
y que especialmente no hace necesaria ninguna capa de laminado adicional ademas del sustrato de antena para
alojar el chip.

En una forma de realizacion preferible de la capa transpondedora, el alojamiento de chip esta realizado como
abertura de ventana en el sustrato de antena, y los aplanamientos de contacto de los extremos de hilo conductor
forman el fondo del alojamiento de chip. Esta forma de realizacion presenta la ventaja especial de que la cavidad en
el sustrato de antena puede estar realizada ya antes de la disposicion de la antena formada por el hilo conductor
sobre el sustrato de antena, de manera que los extremos de hilo conductor quedan libremente accesibles para una
puesta en contacto subsiguiente con el chip, sin que para ello hiciera falta un mecanizado especial del sustrato de
antena.

En una forma de realizacion alternativa de la capa transpondedora, el alojamiento de chip esta realizado como
ahondamiento en el sustrato de antena, con un fondo realizado en el sustrato de antena, estando dispuestos los
aplanamientos de contacto de los extremos de conexion en el fondo del alojamiento de chip. Esta forma de
realizacion ventajosa permite realizar los aplanamientos de contacto de los extremos de hilo conductor y la cavidad
en un proceso de mecanizado comun.

En el inserto de tarjeta segun la invencion que presenta la capa transpondedora segun la invencion, la capa
transpondedora esta dispuesta como capa intermedia entre una capa de recubrimiento inferior y una capa de
recubrimiento superior en un conjunto de capas con las capas de recubrimiento, de tal forma que la capa de
recubrimiento inferior queda dispuesta en el lado de antena del sustrato de antena y la capa de recubrimiento
superior queda dispuesta tanto en el lado posterior del sustrato de antena como en el lado posterior del cuerpo
semiconductor del chip.

De esta manera, se proporciona un inserto de tarjeta que puede usarse especialmente como semiproducto en la
fabricacion de tarjetas de chip y que presenta ya la disposicion protegida tanto de la antena como del chip en una
estructura de capas de laminado con tan sélo tres capas de laminado.

En una configuracién minima, la tarjeta de chip segun la invencién presenta el inserto de tarjeta segun la invencion,
estando formadas una capa exterior inferior de la tarjeta de chip por la capa de recubrimiento inferior del inserto de
tarjeta y una capa exterior superior de la tarjeta de chip por la capa de recubrimiento superior del inserto de tarjeta.

De esta manera, la tarjeta de chip forma una llamada “tarjeta blanca” que por ejemplo mediante una sefializacion o
impresion directa de la capa exterior permite la fabricacion de una tarjeta de chip completa con una estructura
laminada formada por tan solo tres capas de laminado, en concreto, la capa transpondedora, la capa de
recubrimiento inferior y la capa de recubrimiento superior.
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Incluso si, segun una forma de realizacion de la tarjeta de chip, esta esta provista, adicionalmente a las capas de
recubrimiento inferior y superior, con una capa exterior inferior y una capa exterior superior para lograr una
realizacion especial de la tarjeta de chip, también esta capa transpondedora realizada de forma individual se sigue
caracterizando por una estructura laminada con el menor nimero posible de capas de laminado.

Durante la realizacion del procedimiento segun la invencion, un sustrato de antena que en un lado de antena esta
provisto de una antena formada por un hilo conductor se somete a energia desde el lado posterior del sustrato de
antena, en la zona de una cavidad realizada en el sustrato de antena, sobre cuyo fondo se extienden extremos de
conexién de la antena, formados por el hilo conductor, de manera que en los extremos de conexién de la antena se
forman aplanamientos de contacto orientados hacia el lado posterior del sustrato de antena. A, continuacioén, se
realiza una puesta en contacto de los aplanamientos de contacto con contactos de conexién del chip, dispuestos en
el lado de contacto de un chip, de tal forma que el chip queda alojado con su lado posterior, opuesto a los contactos
de conexién, de su cuerpo semiconductor, sustancialmente a ras con el lado posterior del sustrato de antena, dentro
del sustrato de antena.

En una primera variante ventajosa del procedimiento, la formacion de los aplanamientos de contacto se realiza por
medio de un proceso de deformaciéon del hilo conductor que forma los extremos de conexiéon de la antena, de
manera que, por ejemplo, la formacion de los aplanamientos de contacto puede realizarse por medio de una
herramienta de troquelado que produce una deformacién de la seccion transversal del hilo conductor para formar los
aplanamientos de contacto.

Alternativamente, también es posible realizar la formaciéon de los aplanamientos de contacto por medio de un
procedimiento de mecanizado mecanico que se realiza con arranque de virutas, es decir, por ejemplo con una
herramienta de fresado, o bien de forma abrasiva, es decir, por ejemplo con una herramienta de amolado.

Un mecanizado sin contacto de los extremos de hilo conductor para la formacién de los aplanamientos de contacto
es posible si la formacion de los aplanamientos de contacto se realiza por medio de la aplicacién de laser en los
extremos de hilo conductor.

Para la puesta en contacto de los contactos de conexién del chip con los aplanamientos de contacto de los extremos
de hilo conductor, especialmente en el caso de que los contactos de conexion del chip estan provistos con
elevaciones de contacto metalicos, ha resultado ser ventajoso si para la puesta en contacto se realiza la aplicacion
de presion y temperatura en el hilo conductor que forma los extremos de conexion de la antena.

Especialmente en el caso de que los contactos de conexién del chip estan provistos de elevaciones de contacto de
un adhesivo conductor para la puesta en contacto subsiguiente, ha resultado ser ventajoso realizar la puesta en
contacto mediante la aplicacion de presién en el hilo conductor que forma los extremos de conexion de la antena.

Independientemente de la manera de preparacion de los contactos de conexion del chip con elevaciones de
contacto, estas presentan en cualquier caso la ventaja de que mediante la intensidad de la presién ejercida durante
el proceso de puesta en contacto, la disposicion deseada sustancialmente enrasada del lado posterior del cuerpo
semiconductor del chip con el lado posterior del sustrato de antena puede ajustarse a través de la intensidad de la
presioén que actua sobre las elevaciones de contacto.

A continuacién, se describe en detalle con la ayuda del dibujo una forma de realizacidon ventajosa de la capa
transpondedora y su uso para la fabricacion del inserto de tarjeta o de una tarjeta de chip.

Muestran:

la figura 1 una capa transpondedora en vista en planta desde arriba;

la figura 2 una capa transpondedora en una representacion en seccion longitudinal;

la figura 3 un inserto de tarjeta de chip fabricado usando la capa transpondedora, en una representacion

en seccion longitudinal;

las figuras 4a, 4b la fabricacion de una capa transpondedora sobre la base de una primera forma de realizacion
de un sustrato de antena;

las figuras 5a, 5b la puesta en contacto de un chip con el sustrato de antena representado en las figuras 4a, 4b;

las figuras 6a, 6b la fabricacion de una capa transpondedora sobre la base de una segunda forma de realizacion
del sustrato de transpondedor;

la figura 7 la puesta en contacto del chip con el sustrato de transpondedor representado en las figuras
6a, 6b.

En las figuras 1 y 2 esta representada una capa transpondedora 10 que en un lado de antena 11 de un sustrato de
antena 12 esta provista de una antena 14 formada por un hilo conductor 13. La antena 14 presenta dos extremos de
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conexién 15 formados por el hilo conductor 13 que se extienden en el lado de antena 11 mas alla de una abertura de
ventana 17 realizada en el sustrato de antena 12.

Como se puede ver especialmente en la representacion en la figura 2, en el presente caso, para la formacion de la
antena 14, el hilo conductor 13 estad embebido con una parte de su seccién transversal de hilo conductor 18 en el
sustrato de antena 12 formado ejemplo por PVC. Como también se puede ver en las figuras 1y 2, el hilo conductor
13 presenta en la zona de sus extremos de conexion 15 que se extienden mas alla de la abertura de ventana 17
aplanamientos de contacto 19 que forman un fondo 20 de la cavidad formada por la abertura de ventana 17 en el
sustrato de antena 12. En la abertura de ventana 17 esta insertado un chip 21 que en sus contactos de conexion 22
esta provisto de elevaciones de contacto 24 realizadas aqui por ejemplo de forma metalica que estan puestas en
contacto con aplanamientos de contacto 19 orientados hacia un lado posterior 26 del sustrato de antena 12. El chip
21 esta alojado en la abertura de ventana 17 de tal forma que un lado posterior 27 de un cuerpo semiconductor 28
del chip 21 esta orientado a ras con el lado posterior 26 del sustrato de antena 12.

La figura 3 muestra un inserto de tarjeta 29 que esta realizado como estructura laminada, y la capa transpondedora
10 representada en la figura 2 esta dispuesta como capa intermedia entre una capa de recubrimiento 30 inferior que
esta dispuesta en el lado de antena 11 del sustrato de antena 12 y una capa de recubrimiento 31 superior que esta
dispuesta en el lado posterior 26 del sustrato de antena 12, en un conjunto de capas con las capas de recubrimiento
30, 31.

Especialmente, la capa de recubrimiento 31 superior se encuentra tanto en un conjunto de capas con el sustrato de
antena 12 como en un conjunto con el cuerpo semiconductor 28.

En las figuras 4a y 4b esta representada una posibilidad para la fabricacion de los aplanamientos de contacto 19 en
los extremos de conexion 15 de la antena 14, realizados por el hilo conductor 13. Como resulta de la secuencia de
las figuras 4a y 4b, partiendo de un estado en el que, como muestra la figura 4a, el hilo conductor 13 se extiende
con su seccion transversal de hilo conductor 18 original a través de la abertura de ventana 17 en el sustrato de
antena 12, un troquel de presién 33 que con su seccion transversal final 32 coincide sustancialmente con la secciéon
transversal de la abertura de ventana 17, se presiona desde el lado posterior 26 del sustrato de antena 12 contra el
hilo conductor 13, de manera que por medio de un proceso de deformacién en la zona de la abertura de ventana 17
se forman los aplanamientos de contacto 19 que presentan una seccion transversal de contacto 34 que difiere a la
seccion transversal de hilo conductor 18 original y que forma una superficie de contacto 35 sustancialmente plana en
la zona del aplanamiento de contacto 19.

En las figuras 5a y 5b esta representado el proceso de puesta en contacto, en cuyo transcurso, desde el lado
posterior 26 del sustrato de antena 12, el chip 21 se inserta en la abertura de ventana 17, con su lado de contacto 36
orientado hacia los aplanamientos de contacto 19, durante lo que las elevaciones de contacto 24 entran en contacto
con las superficies de contacto 35 de los aplanamientos de contacto. En el procedimiento de termocompresion
representado a titulo de ejemplo en las figuras 5a y 5b, ahora, con la aplicacion simultanea de presion en el chip 21,
se produce una fusion de la elevacién de contacto 24, estando adaptadas la presion y la temperatura entre si de tal
forma que se produce la disposicion de superficie enrasada, representada en la figura 5b, del lado posterior 27 del
cuerpo semiconductor 28 del chip 21 con el lado posterior 26 del sustrato de antena 12. Preferentemente, la presion
necesaria para la puesta en contacto se aplica en el lado posterior 27 del cuerpo semiconductor 28, mientras que el
calentamiento que se realiza para la fusion de las elevaciones de contacto 24 se realiza mediante el calentamiento
del hilo conductor 13 a través de una placa de montaje 37 usada durante el proceso de puesta en contacto.

En las figuras 6a y 6b esta representada otra posibilidad para producir aplanamientos de contacto 38 en la zona del
hilo conductor 13 que forma los extremos de conexién 15 de la antena 14, realizandose la fabricacion de los
aplanamientos de contacto 38 simultaneamente a la realizaciéon de un ahondamiento 40 en el sustrato de antena 12,
que sirve para alojar el chip 21 (figura 7).

En la variante representada aqui, una herramienta de fresado 41 rotatoria se suministra, desde el lado posterior 26
del sustrato de antena 12, en direccién hacia el hilo conductor 13 dispuesto en el lado de antena 11 del sustrato de
antena 12. De esta manera, en el sustrato de antena 12 se forma un fondo 42 del ahondamiento 40, en el que los
aplanamientos de contacto 38 estan dispuestos a ras con sus superficies de contacto 43.

De forma analoga a las representaciones en las figuras 5a y 5b, la puesta en contacto del chip 21 puede realizarse
con la antena 14 dispuesta sobre el sustrato de antena 12, de tal forma que el chip se inserta en el ahondamiento 40
desde el lado posterior 26 del sustrato de antena 12y, a través de las elevaciones de contacto 24 dispuestas sobre
los contactos de conexion 22 del chip 21, se pone en contacto con los aplanamientos de contacto 38.
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REIVINDICACIONES

1. Capa transpondedora (10), especialmente para la fabricacion de una tarjeta de chip, con un sustrato de antena
(12) que en un lado de antena (11) esta provisto de una antena (14) formada por un hilo conductor (13) de seccion
transversal sustancialmente circular, y que presenta un alojamiento de chip que esta formado por una cavidad en el
sustrato de antena y en el que esta alojado un chip (21), estando realizados los extremos de hilo conductor, que
sirven para formar extremos de conexién (15) de la antena, en un fondo (20) del alojamiento de chip, que esta
desplazado hacia atras con respecto al lado posterior (26) del sustrato de antena (12), estando alojado el chip en el
alojamiento de chip de tal forma que contactos de conexion (22) dispuestos en un lado de contacto (36) del chip
estan puestos en contacto con aplanamientos de contacto (19) de los extremos de conexiéon (15), y estando
dispuesto el chip con su lado posterior (27), opuesto a los contactos de conexiéon, de su cuerpo semiconductor (28),
sustancialmente a ras con el lado posterior del sustrato de antena, formando los aplanamientos de contacto de los
extremos de hilo conductor unas superficies de conexién aumentadas en comparacién con la estructura de contacto
convexa en seccion transversal de los extremos de hilo conductor.

2. Capa transpondedora segun la reivindicacion 1, caracterizada porque el alojamiento de chip esta realizado como
una abertura de ventana (17) en el sustrato de antena (12) y los aplanamientos de contacto (19) de los extremos de
conexion (15) forman el fondo (20) del alojamiento de chip.

3. Capa transpondedora segun la reivindicacion 1, caracterizada porque el alojamiento de chip esta realizado como
un ahondamiento (40) en el sustrato de antena (12), con un fondo (42) realizado por el sustrato de antena (12),
estando dispuestos los aplanamientos de contacto (38) de los extremos de conexion (15) en el fondo (42) del
alojamiento de chip.

4. Inserto de tarjeta (29) con una capa transpondedora (10) segun una de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque la capa transpondedora esta dispuesta como capa intermedia entre una capa de
recubrimiento inferior (30) y una capa de recubrimiento superior (31) en un conjunto de capas con las capas de
recubrimiento, de tal forma que la capa de recubrimiento inferior queda dispuesta en el lado de antena (11) del
sustrato de antena (12) y la capa de recubrimiento superior queda dispuesta tanto en el lado posterior (26) del
sustrato de antena (12) como en el lado posterior (27) del cuerpo semiconductor (28) del chip (21).

5. Tarjeta de chip con un inserto de tarjeta segun la reivindicacion 4, caracterizada porque una capa exterior inferior
de la tarjeta de chip esta formada por la capa de recubrimiento inferior (30) del inserto de tarjeta (29) y una capa
exterior superior de la tarjeta de chip esta formada por la capa de recubrimiento superior (31) del inserto de tarjeta.

6. Tarjeta de chip con un inserto de tarjeta segun la reivindicacion 4, caracterizada porque una capa exterior inferior
de la tarjeta de chip esta dispuesta sobre la capa de recubrimiento inferior del inserto de tarjeta y una capa exterior
superior de la tarjeta de chip esta dispuesta sobre la capa de recubrimiento superior del inserto de tarjeta.

7. Procedimiento para la fabricaciéon de una capa transpondedora (10) segun una de las la reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque a un sustrato de antena (12) que en un lado de antena (11) esta provisto de una antena (14)
formada por un hilo conductor (13) se le aplica energia desde el lado posterior (26) del sustrato de antena, en la
zona de un alojamiento de chip realizado en el sustrato de antena, sobre cuyo fondo (20, 42) se extienden extremos
de conexion (15) de la antena, formados por el hilo conductor, de tal forma que en los extremos de conexion de la
antena se forman aplanamientos de contacto (19, 38) orientados hacia el lado posterior del sustrato de antena, y a
continuacion, se realiza una puesta en contacto de los aplanamientos de contacto con contactos de conexion (22)
del chip, dispuestos en el lado de contacto (36) de un chip (21), de tal forma que el chip queda alojado con su lado
posterior (27), opuesto a los contactos de conexion, de su cuerpo semiconductor, sustancialmente a ras con el lado
posterior del sustrato de antena, dentro del sustrato de antena.

8. Procedimiento segun la reivindicacion 7, caracterizado porque la formacion de los aplanamientos de contacto
(19) se realiza por medio de un proceso de deformacién del hilo conductor (13) que forma los extremos de conexion
(15) de la antena (14).

9. Procedimiento segun la reivindicacion 7, caracterizado porque la formacion de los aplanamientos de contacto
(38) puede realizarse por medio de un procedimiento de mecanizado mecanico del hilo conductor (13) que forma los
extremos de conexion (15) de la antena (14).

10. Procedimiento segun la reivindicaciéon 7, caracterizado porque la formacién de los aplanamientos de contacto
se realiza por medio de la aplicacion de laser en el hilo conductor que forma los extremos de conexién dentro de la
antena.

11. Procedimiento seguin una de las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque la puesta en contacto de los
contactos de conexion (22) del chip (21), provistos de elevaciones de contacto (24) metalicas, con los aplanamientos
de contacto (19, 38) se realiza mediante la aplicacion de presion y temperatura en el hilo conductor (13) que forma
los extremos de conexion (15) de la antena (14).
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12. Procedimiento seguin una de las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque la puesta en contacto de los
contactos de conexion del chip, provistos de elevaciones de contacto de un adhesivo conductor, con los
aplanamientos de contacto se realiza mediante la aplicacién de presion en el hilo conductor que forma los extremos

de conexion de la antena.
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